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§１．研究成果の概要 

 
2021 年度はプルーニングされた AI モデルを高効率に圧縮する技術の研究をおこなった。広く

使われているランダムプルーニングではニューラルネットワークで不要なニューロンやシナプスを刈

り取ることで高い推論精度を維持しながらパラメータを大幅に削減することができる。しかし、生成さ

れる疎行列の構造が不規則になるためデータの圧縮が非効率であり記憶容量が増大する。この課

題を解決するため 2021 年度は 2 つの研究を行った。 
1 つ目は疎行列の圧縮手法である。データを高効率に圧縮する手法として N:M プルーニング

が提案されており、重み行列の M 個の要素から構成されるブロックから N 個のパラメータだけを

残して他のパラメータをプルーニングすることによって規則的な構造生み出し圧縮効率を向上させ

ている。しかし、厳しいプルーニング制約のために推論精度が悪化してしまう課題が存在する。本

研究ではランダムプルーニングで生成された推論精度は高いが不規則な疎行列を並び替えること

によって、N:M プルーニングのような規則的な行列を生成し高い推論精度と高い圧縮効率を同時

に達成する手法を提案した。本手法を活用することで推論精度を維持したまま記憶容量の従来比

63%削減を達成した。 
2 つ目は推論処理ハードウェアである。並び替え自体は学習後にクラウドでおこなわれるためエ

ッジデバイスのハードウェアリソースを消費しないが、並び替えられた行列の処理はエッジで高効

率におこなう必要がある。しかし、並び替えられた行列を処理する際に外部メモリへのアクセスがラ

ンダムになる傾向があるため、ランダムアクセスが不得意な DRAM はストールを引き起こす。そこ

で本研究ではランダムアクセス可能な積層 SRAM を活用することによってオンチップバッファの

20%削減と演算性能の 1.4 倍改善が同時に達成されることをサイクルシミュレーションで確認した。 
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